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モノづくりの未来
成長を加速させる
スマートマニュファクチャリング



しかしその一方で、モノづくりの現場は厳しい現実にも直面

しています。複雑性や規模、ばらつきといった問題を背景に、

さまざまな重要課題のバランス維持を余儀なくされています。

たとえば、操業費の抑制、サプライチェーンの堅牢性の維持、

プロセスの統合、スループットの改善、完璧な品質、サイク

ルタイムの最小化といったさまざまな重要課題を抱えていま

す。さらには規制の強化や、競争の激しい環境下で競合を

意識したプレッシャー、さらにサステナビリティの実現といった

課題も合わさることで、変化に速やかに順応することが不可

欠になっています。

では、最先端のイノベーションの実現、オペレーションの

最適化、持続可能な価値創出といった最優先課題

を、どのように達成すればよいのでしょうか？その答えは、

エンドツーエンドのサプライチェーンでデジタルテクノロ

ジーを活用する、真のデジタル基盤を活かした未来の

スマート工場の実現と言えるでしょう1。

概要

テクノロジーイノベーションが急速に進む中、モノづくりの現場が、絶えず適応やイノベーション、変

革を繰り返すことはもはや当たり前な今日となっています。拡張現実をはじめ、IoT、AI、自動車、

5Gといった新たな高成長分野を、発展を遂げるための大きな機会として捉えています。また、日

常生活のあらゆる場面でコンピューティングが浸透している中想定される需要の伸びにも対応し

ていく必要もあります。
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半導体業界のバリューチェーン

チップの設計と
開発
• コンセプトの定義

• チップのアーキテクチャと
レイアウトの設計

• ソフトウェアおよびIPサービス

製造・組立・
テスト
• 材料、化学薬品、製造装置

• 前工程：ウェーハ製造とテスト

• 後工程：パッケージング、
ボンディング、テスト

リカバリー、リユース
（半導体製造サイクル)

マーケティングと
販売
• 製品戦略

• 顧客特定

• 需要創出

流通
• 電子部品の流通

• 付加価値的なサプ
ライチェーン＆設計
サービス

電子機器の組立
• 各電子部品と
サブアセンブリの購入

• 電子システムの組立とテスト

完成品への搭載
• 最終システム製品の組
立と搭載テスト

• 小売市場への流通

リサイクル、
修理、再製造

リサイクル、
修理、再製造

リサイクル、
修理、再製造

概要
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リユース、リサイクル、修理、
再製造



主な課題と優先事項

モノづくり現場とエコシステムのポテンシャル

を100％引き出すには、従来の形から脱

却し、近代的なテクノロジーへの進化を遂

げなければなりません。そのためには、モノ

づくり現場とエコシステムのうち、大きな課

題に直面している領域にフォーカスしていく

必要があります。そこでアクセンチュアは、7

つの重要な領域を明らかにしました：

人とスキル

米国半導体工業会がオックスフォード・エコノミクスと共同実

施した調査によると、工場の新設によって米国内で約20万

人の雇用創出と、年間250億ドルの経済効果が期待でき

ることが明らかになりました2。にもかかわらず、SEMIの最近

の調査では、経営幹部の82％が優秀な技術者が不足し

ていると回答しており3、この事実が業界全体の生産性にマ

イナスの影響を及ぼしていることがうかがえます。デジタルスキ

ルを持った人材の需要が高まるなか、モノづくりの現場は適

切な専門知識／技術を持った適切な人材を獲得するか、

進化し続けるデジタルテクノロジーを製造やオペレーション、

品質管理に活用するスキルを従業員が身につけられるよう

教育することが重要になります。人とスキルの領域では、テク

ノロジーを基盤に一元管理されたコラボレーティブな学習／

トレーニングデジタルセンターを構築し、人材のアップスキルや

リスキルを大規模に実行することが、重要な優先課題となっ

ています。

設計

4

微細化が進むことで回路設計はますます複雑化しており、

結果として回路のシミュレーションや最適化、検証により多く

のリソースが必要になっています。半導体業界は、設計費

の上昇、シリコンプロセスや設計ルールの完成度不足、品

質や歩留りの目標達成に至るターンアラウンドタイムの増加

といった数々の課題に直面しています。また、物理設計の

検証はマニュアル作業を含むため、コストが著しく増大し、

時間がかかるという問題もあります。先端プロセス製品の設

計に際しては、高いR&DコストとROI（投資利益率）の

バランスを取る必要もあります。設計の領域では、ジェネ

レーティブデザインツールを用いたプロセスの自動化はマスト

と言っても過言ではなく、さらにAIを活用した設計の成功率

向上や性能改善、コスト回収期間の短縮も視野に入れな

ければなりません。
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主な課題と優先事項

製造

工場におけるウェハ製造は非常に大きな資本を必要とす

る上、7nm未満の高度なノードの開発は、製造費がさら

にかさむ原因にもなります。とはいえ、新たなプロセス技術

を開発して、製造フェーズに展開するまでには相当な時間

がかかります。また一貫性のない設計戦略は、歩留やス

ループットが異なる複数のチップを、様々な制約を考慮し

ながら単一のパッケージに集積することを難しくします。さら

に、チップの小型化がますます進むことで、今後はムーアの

法則にも限界が生じ、これらの課題が一層複雑化する恐

れがあります。

品質

新たに高度なノードチップを製造するには1,000を超える工
程が必要になります。酸化膜形成、メタル、エッチングなど、工
程のどこかでミスが起これば、性能の低下やチップの不良につ
ながります。また、自動車や医療機器、IoTといった業界では、
長期にわたって極めて高い信頼性が保証されたチップが求め
られます。しかし、既存の光学検査ツールでは不良を確実に
検知することができません。したがって、品質の領域では高度
な機械学習とアナリティクス、およびAI機能を備え、相互接
続されたツールや機器、プロセスによって、リアルタイムで欠陥
やプロセスドリフトを検知できることが重要です4。

プランニング

5

コロナ禍はチップ不足を招き、半導体メーカーを含むさまざま
な業界に連鎖的に影響を及ぼしています。実際、チップ不足
が原因で、多くの半導体はリードタイムが1年以上延びていま
す。半導体製造では何種類もの直接材料と間接材料を、
いくつもの国や地域にまたがった複雑なサプライヤーネットワー
クから調達しなければならない上、予算を立てて工場を新設
するには5年以上かかります。今後は供給側の厳しい圧力、
品質の問題、価格変動といった要因も重なり、サプライチェー
ンのディスラプション(混乱)が起こる可能性があります。半導
体製造の世界では、柔軟性と俊敏性に優れたサプライチェー
ンへの変革が急務となっています5。
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パッケージング

半導体製造にイノベーションが起きた結果として、パッケージ

ングもさらに複雑化しています。マルチチップパッケージにより、

コスト、サイズ、性能、消費電力の最適化が可能になり、モ

バイルコンピューティングや自動車、5G、AI、AR/VR、IoTと

いった分野への対応が容易になりました。しかし、従来のパッ

ケージ設計ツール／メソッドでは新しいパッケージング要件に

応えるのが困難なため、設計チームはシステム全体の検証と

最適化を余儀なくされています。業界全体として、3Dモデリ

ング、プロトタイピング、デジタルツインの領域で大きな進化を

遂げ、高度なパッケージングソリューションを実現することが求

められています6。

サステナビリティ

情報・コンピューティングテクノロジーは、2030年までに世界
のエネルギー需要の20％を占めるまでに拡大するとみられて
いますが、炭素排出量の大部分を占めるのがチップ製造です。
半導体メーカーは排出が多いとされてきた自動車などの業界
よりもカーボンフットプリントが大きいことが分かっており7、国連
大学の調査によれば半導体チップが耐用年数内に消費する
エネルギーの50%は、半導体メーカーに起因しています。さら
に、半導体製造プロセスは大量の水消費と化学物質の排
出に対する責任も負わなければなりません。そのため、スマー
トなコネクテッドプラントを構築すれば、電力消費量や排出
量、水使用量を追跡し、適切に管理できるようになります。

主な課題と優先事項
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モノづくりの未来 –
インダストリー
4.0の実現

上述した数々の課題は確かに重大ですが、
克服できないわけではありません。デジタル
テクノロジーを活用することで、モノづくりの
現場はこれらの障害を乗り越え、イノベー
ションと成長を実現することができます。

私たちは、未来のモノづくりの現場がどのようなものかを

まとめたデジタルフレームワークを策定しました（図1を

参照）。このフレームワークは建設、オペレーション、保

守の全フェーズでエンドツーエンドのバリューチェーン最

適化を図るための包括的なアプローチを示したもので、

マニュファクチャリング・コラボレーション・タワーを軸に真

のビジネスバリューを創出することができます。
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モノづくりの未来 - インダストリー4.0の実現

図1：モノづくりの未来を構築するフレームワーク

セントラル／レバレッジプラットフォーム

クラウドプラットフォーム

•データレイク

•マルチシステム統合

オープンデータ

サプライヤー

エコシステム

パートナー

エコシステム

エッジゲートウェイ

無線＆有線ネットワーク

プラントプラットフォーム

エッジスイッチ、VLAN、SCADA、
Historian、 MES

マニュファクチャリング・コラボ
レーション・タワー
基盤としてのデジタル・マニュファクチャリング・ア
ナリティクス 工場1 工場2 工場3

デジタルエンジニアリング

デジタルツインとデジタルスレッド：リアルなモデ
リング、シミュレーション、および実用的なインサイ
トを用いたプラントの建設と試運転
モジュール方式の製造ライン：柔軟かつ最適
化された多角的レイアウト

スマートファクトリー

クラウド＆デジタルツイン：柔軟な製造
とオペレーションを推進

コネクテッド・アセットパフォーマンス

ビッグデータの分析とAIによる予測モデルを用い
て、設備の故障を未然に警告

品質管理

エンドツーエンドの品質管理：センサーや
高度なアナリティクスを用いて不良を自動的に
検知し、品質を改善

統合プロセス

ERP、MESなどの基幹システムからのデータを
シームレスに統合し、高度なアナリティクスとセ
ンサーを用いてリアルタイムの実用的なインサ
イトを引き出す

統合的サプライチェーン

ダイナミックな製造プランニング／スケジュー

リング、コネクテッドサプライヤー／流通セン

ター、リモートオペレーションで問題の監視、

評価、指導、解決を中央からリモートで実

行し、最適化を推進

サステナビリティ

テクノロジーを活用して、環境・社会・ガバナン
スエコシステムに変革を起こす。
エネルギー消費量＆GHG（温室効果ガス）
排出量を中央制御塔で管理

追加センサー
と映像データ

予測モデルに追加的なデータを
提供

装置のPLC

コネクテッド装置のスマートコントロールと
自動化を推進
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工場の建設フェーズにデジタルを活用すれば、コネクテッドシ

ステム／プロセス、スマートレイアウト、効率的なプランニング、

そして製造バリューチェーンのあらゆるポイントで統合的なイ

ンサイトを獲得し、デジタルDNAを一層容易に埋め込むこと

ができます。このフェーズで工場にとって最も重要なデジタル

ソリューションは、デジタルエンジニアリング（デジタルスレッドと

デジタルツイン）です。

デジタルエンジニアリング－デジタルスレッドとデジタルツイ

ンが工場の構築プロセスで果たす役割

適切なデジタルツイン／デジタルスレッド戦略を策定すること

で、工場プラントには新たに広大な機会領域がもたらされま

す。

デジタルスレッドは、工場のオペレーションバリューチェーン
（酸化、コーティング、エッチング、メタライゼーション）を横断
してプロセス同士を結び付けます。これを基層としてデジタル
ツインを構築します。

デジタルツインは、工場の実環境のデジタルモデリングとシミュ
レーションを行い、工場のプロセスとシステムを仮想的に構築
／試運転し、そこから得た情報を実装工程に適用します。
仮想的なプラントシミュレーションと製造プランニングは、製造
施設でのマテリアルフロー計画の改善や、製造プロセスの動
的ボトルネックの正確な検知、スループットの改善、エネル
ギー消費量の最適化に役立ちます。組立オペレーションのシ
ミュレーションは、ロボット経路の構築と最適化、および製造
装置の効率的な配置を可能にします。デジタルツインを使え
ば実際のコントローラーまでの製造プロセスをモデリング、

シミュレーション、検証することができ、関連する機器類、
生産セル、製造ラインのインタラクションを監視、コント
ロール、最適化することができます。

また、デジタルツインを基盤とするジェネレーティブデザイン
ツールと機械学習を活用すれば、工場の設計プランを
策定／最適化できます。最適化されたデザインジェネ
レーターを使い、過去のプロジェクトで得たデータや知識、
カスタマイゼーション要件、業界横断的なベストプラクティ
ス（パフォーマンスメトリックス、プロセス要件、ロケーショ
ン、予算など）をもとに、工場を設計する際の初期デー
タを入力することが可能です。

スマートな建設

9
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デジタルエンジニアリング－モジュール方式の製造

ラインと、柔軟で最適化された多角的レイアウト

データドリブンのハイブリッドモデリングとシミュレーショ

ンを、デジタルエミュレーターで行う高度なプラントレ

イアウト・モデリングソリューション（2D/3Dの工場レ

イアウト）を使うことにより、最適化された柔軟で多

角的なレイアウトのプラント、モジュール方式の製造

ライン、省エネ設計、持続可能な製造プロセスを実

現できます。高度なモデリングソリューションで

モジュール方式の製造ラインを設計し、実際の建設

工程に移る前にプロセスの統合や検証を行うことが

できます。これにより、頻繁な製造要件の変更への

迅速な対応をはじめ、遅延リスクの最小化、最適

品質とオペレーション効率の維持、最適なプラントレ

イアウトの実現を可能にします。

モノづくりの未来 - インダストリー4.0の実現
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オペレーションと保守をデジタル化すると、非常に大きなメリッ
トが得られる可能性があります。また、多様な機会を捉えら
れるようになり、デジタル工場の力を最大限に引き出せるよ
うになります。スマートオペレーションとスマート保守を支援す
る主なデジタルソリューションを、いくつか以下に示します。

クラウドとデジタルツインを基盤とした、柔軟な製造と
オペレーションを実現するスマートファクトリー

クラウドは半導体業界ではすでにおなじみのテクノロジーで
す8。実際、クラウドはゲームチェンジャーとして異業種のディ
スラプターの台頭を後押ししてきましたが、工場へのクラウド
導入状況はと言えば、セキュリティやイノベーション能力の問
題により進捗が遅れているのが実情です。

しかし、現在は安全で成熟した、カスタマイズされたエンター
プライズレベルの工場向けクラウドソリューションが存在します。
工場は柔軟でロケーションに依存しない、スマートな製造の
ためにクラウドを活用するべきであり、これによりバリューチェー
ンの透明性を高め、可視性とサービス消費のメトリックスを向
上させます。クラウドならリアルタイムでデータにアクセスし、主
なビジネスメトリックスを分析できるため、リソース効率の向上
やコスト管理にも効果的です。さらに、クラウドを活用してイ
ノベーション能力を高めれば、信頼性とイノベーションのス
ピードを最大化することも可能です。

インテリジェントなオペレーションと保守

工場は柔軟でロケーションに依存しない、スマート

製造の実現を目指してクラウドを活用するべきで

す。

モノづくりの未来 - インダストリー4.0の実現

11

管理工程に統合プラットフォームを提供するクラウド基
盤のスマートファクトリーは、処理時間やステージング、材
料管理に関する意思決定を迅速化し、究極的には段
取変更やレイアウト、ルーティングを含む製造プロセスを
自動化することによりスループットを最大化します。クラウ
ドを活用してデータを保存／分析し、サプライヤーやベン
ダーが容易に情報を入手できるようにできるほか、複数
のサイトでビジネスプロセスを標準化し、よりインサイト駆
動の製造／パフォーマンス分析を行えるようにもなります。
また、高度なアナリティクスとAIを用い、クラウド上で製造
プロセスの分析と連携を行えば、製品やエンジニアリング
に関する貴重なインサイトを引き出し、製品開発や製
造品質の改善につなげることも可能です。
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工場のオペレーションと保守にデジタルツインを導入することも、
未来のスマート工場を目指す上では欠かせません。デジタル
ツインを使った9新製品開発のリアルなシミュレーションとテスト
は、設計フェーズの初期段階で有益な情報をいち早く提供
し、材料挙動の最適化、集積化、高度なパッケージングを
可能にします。また、リアルタイムで製品や製造プロセスを仮
想モデリングできるデジタルツインは、高価な半導体装置の
状態や製品、製造環境に関するインサイトも提供します。

仮想テストとシミュレーションを行うことで、総合設備効率
（OEE）を改善し、リソースと保守の管理プロセスを拡張で
きます。また、オペレーションと保守に仮想的製造モデルを適
用して、スループットや歩留り、品質、コストを最適化し、
ターンアラウンドタイムを短縮化します。

エンドツーエンドの品質管理で不良を自動検知し、品質
を改善

プロセスがますます複雑化し、急速なイノベーションによって
頻繁な変更を余儀なくされ、サプライチェーンの地理的分散
化が進む中で、エンドツーエンドの品質管理と品質保証は
工場におけるプロセスの各工程に欠かせない重要な取り組
みになっています。AIドリブンのリアルタイムモニタリング、プロ
セス統合、内蔵アラームを活用することで、品質のばらつき
や不良を早期に自動検知することが可能になります。

また、センサーベースの追跡、各工程の自動検証、データ

可視化、アナリティクスといった機能も欠かせません。設計

サービスからマスク製造、ウェハ製造、バックエンドサービス、

パッケージングに至るエンドツーエンドのライフサイクルにこう

した機能を導入すれば、予防的な監視、潜在的な故障

モードの早期発見、故障モードの影響解析、統計的な

工程管理の改善、計測システムの正確な分析、継続的

な改善による最適化といったメリットを得られます10。規制

強化された各業界内で、次世代の有望顧客に最良の

サービスを提供するために、品質面で高いレジリエンスを

確保できる工場に進化することが、今や不可欠となってい

ます。

工場のオペレーションと保守に仮想的製造モデル

を採用することで、スループットや歩留り、品質、コ

ストを最適化しながらターンアラウンドタイムを短縮

できます。

モノづくりの未来 - インダストリー4.0の実現
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予知保全と処方的保全で、設備の使用可能時間とラ
イフサイクルを最適化する

高度なアナリティクス、AI、MLを基盤とする統合ソリュー
ションは、設備の状態をリアルタイムで監視し、オペレー
ションチームに必要な事前対策を知らせます。シームレス
なシステム統合により、利用／入手可能な全データを用
いるアナリティクスエンジンをコアに据えたソリューションが理
想的で、たとえば以下を実現できます11。

 設備の障害予測：高度なアナリティクス技術とMLア
ルゴリズムにより、重要な装置や「ボトルネック」となる装
置の障害イベントをモデリング・予測することができます。

 Root Cause Analysis（RCA）の自動化：
アナリティクスにより、障害の根本原因、対象設備の
詳細なパーツ、障害の発生理由と発生確率を特定し、
より高度な分析と検査を支援します。

 予知保全と処方的保全：高度なシミュレーションとア
ナリティクスにより、人が行った場合と同程度の精度と
信頼度で復旧活動を処方、あるいは復旧活動を自
動化することができます。これにより、人的エラーの可
能性を排除するとともに、設備の使用可能時間とライ
フサイクルを最適化します。

 設備パフォーマンス管理：センサーで設備を連携さ
せることで、設備パフォーマンスのリアルタイムデータを
提供し、ボトルネックの特定と迅速な問題解決を支
援します。

さらに、AR/VRウェアラブルソリューションが障害の影響を
受けた装置を特定し、正確な保守を容易に実現するス
テップ・バイ・ステップのガイドを提供します。

モノづくりの未来 - インダストリー4.0の実現
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ERP、MEＳなどの基幹システムを使い、統合的プロセ
スからインテリジェントなインサイトを引き出す

オペレーションとプランニングを自動化した場合のポテンシャ
ルを100％引き出すには、システム／アプリケーションを
シームレスに統合し、レガシーなプロセスフローを再設計
する必要があります。ERP（統合基幹業務システム）や
MES（製造実行システム）といった基幹システムのデー
タを用い、スマートセンサーやAI、高度なアナリティクス、
クラウドといった最先端デジタルテクノロジーとのシームレス
な自動統合を実現することで、実用的かつ直感的なイン
サイトをリアルタイムに生成できます。工場はこれらのインサ
イトをもとにクラス最高の製造オペレーション、プランニング、
スケジューリング、パッケージング、時間・場所を問わない
出荷の定義、監視、管理、実行、文書化を行うことがで
きます12。

サイロ化されたシステムとプロセスを排除するシームレスな統

合は、効率性やスループットを改善しながら、コスト削減、

迅速な意思決定、オペレーションの信頼度向上、リードタイ

ムの短縮、ばらつきの最小化など、品質を保証する上で欠か

せません。

統合サプライチェーンを使ったエンドツーエンドのサプライ
チェーン・オーケストレーション

バリューチェーン全体に高度なアナリティクスを実装することで、
販売／オペレーションプランニング、材料調達、在庫管理、
サプライヤー管理、ロジスティクスといった領域のインサイトを
獲得し、可視性を向上できます。また、ロジスティクス領域の
サプライヤーネットワークを最適化し、工場のコントロールタ
ワー経由で遠隔オペレーションを実行できるようにもなります。
総体的にサプライチェーンへのアナリティクス導入には市場投
入時間を短縮し、需給計画のレジリエンスを高めるという効
果が期待できます。

モノづくりの未来 - インダストリー4.0の実現
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ネットゼロ排出とサーキュラーエコノミーのための持続可
能な製造

製造プロセスの持続可能性は、工場の運用のあらゆる
フェーズ（建設、オペレーション、保守）でとりわけ重要で
す。工場の持続可能性の目標には、テクノロジーを原動
力として活用し、環境・社会・ガバナンス（ESG）エコシ
ステムで変革を加速化させることが含まれます。デジタルテ
クノロジー、コネクテッドセンサー、組み込みKPI、直感的
なライブダッシュボードを組み合わせ、これをイノベーションと
コラボレーション基盤とし、持続可能性のための施策のプ
ランニング、実行、監視、分析、最適化を目指すことが可
能です。これを戦略からオペレーション、サプライチェーンに
至るまで全社的に適用すれば、エンドツーエンドの持続可
能なシステムとプロセスを実現し、ビジネスバリューの創出
も期待できます。デジタルはプロセスの監視、制御、自動
化の真の原動力となり、環境問題や気候変動の問題へ
の対応を支援します。

たとえば、カーボンニュートラルなコンピューティングや、カーボン

フットプリントの削減、省エネ、水消費と排水の管理、産業

廃棄物管理、健康／安全管理、その他の天然資源の保

全に役立てることができます。さらに、エネルギー消費とGHG

排出のセンタコントロールを行えば、自社の持続可能性のイ

ニシアチブに関連した正確なレポートの作成、可視性の向

上、実用的なインサイトの獲得が可能になり、エネルギー消

費や排出、水消費、排水管理をはじめとする持続可能性

関連の課題への対応を推進することができます。

サイバーレジリエンス

モノづくりの未来は運用の全フェーズにおけるサイバーレジリエ
ンスの確立にフォーカスし、サイバーインシデントの予防的な
監視およびサイバーセキュリティ関連のコンプライアンス管理を
徹底しなければなりません。製品、プロセス、プラントのすべて
がつながった環境では、プラント建設の初期段階からサイ
バーセキュリティを全社に浸透させ、バリューチェーン全体とプ
ラントのライフサイクルステージ全体に対して年中無休の包
括的なセキュリティを適用する必要があります。スマートアクセ
ス管理、堅牢なファイヤーウォール、セキュアなリモートアクセ
ス、ITセキュリティの脆弱性管理、統合的な脅威モニタリン
グ、包括的でプロアクティブなサイバーレジリエンス継続計画
に基づく修正・復旧の実践こそが、モノづくりの未来のセキュリ
ティと安全を確立します。デジタルはプロセスの監視、制御、自動化の

真の原動力となり、環境問題や気候変動問

題への対応を支援します。

モノづくりの未来 - インダストリー4.0の実現
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図2：モノづくりの未来がインダストリー4.0を実現するための必須要件

16

デジタルエンジニアリング：デジタルツインとデジタルスレッド、モジュール方式の製造ライン、それらがモノづくりの

未来で果たす役割

スマートファクトリー：クラウドとデジタルツインを基盤とした、柔軟な製造とオペレーションの実現

エンドツーエンドの品質管理：不良を自動検知し、品質を改善

予知保全と処方的保全：設備の使用可能時間とライフサイクルの最適化

統合プロセスから得られるインテリジェントなインサイト：ERP、MESなどの基幹システムの活用

製造プロセスの持続可能性：環境・社会・ガバナンスエコシステムの変革

デジタル・マニュファクチャリング・アナリティクス：半導体製造の主な価値創出源に関する実用的なインサイト

マニュファクチャリング・コラボレーション・タワー：エンドツーエンドの製造プロセスをシームレスに可視化、イン

テリジェントな意思決定

可能性は無限大です。

未来のモノづくりの絵姿

業界をリードする半導体企業の前には、
数々の課題だけではなく、大きな成長の
機会もあり。半導体企業は「未来のコネク
テッド工場」を目指すことの重要性を認識
しています。

しかも、多くの半導体企業は未来へのビジョンを掲げ

ながら現時点で入手可能なソリューションを用い、ス

マート工場の建設・展開に向けた明確な取り組みを

すでに推進しています。この変革ジャーニーの途上にお

いて、半導体企業は図2に示した「モノづくりの未来」

を目指すための8つの必須要件を達成していかなけれ

ばなりません。8つのうち、特に2つの必須要件は極め

て重要なため、ここで改めて触れます。

モノづくりの未来



1つめはデジタル・マニュファクチャリング・アナリティクスで、

これが残る7つの必須要件を達成し、最大限の成果を引き

出す上で欠かせないものです。デジタル・マニュファクチャリン

グ・アナリティクスは、すべてのデジタルソリューションの中核的

な能力として構築することで、半導体製造の主な価値創出

源に対する実用的なインサイトの獲得を支援します。たとえ

ば、設備パフォーマンス（総合設備効率：OEE、FDCデー

タ）、製造品質（メトロロジと欠陥率）、歩留り（多変量

解析とテスト時間の削減）といったインサイトが得られます13。

さらにベイズ統計学、AIアルゴリズム、セマンティックレイヤーと

いった機能がデジタルソリューションとインフラ構築を支援し、

ウェハーコストの削減、歩留りのばらつき削減、使用可能時

間の向上、減価償却／資本投資の最適化、全体的な機

械稼働率の改善を後押しします。

さらに重要なポイントとして、デジタル・マニュファクチャリング・

アナリティクスは2つめの必須要件であるマニュファクチャリン

グ・コラボレーション・タワーの基盤としても機能します。工

場は、社内の製造オペレーションをエンドツーエンドでプロア

クティブに管理／制御することができなければなりません。ま

た、社外の設計、バックエンドサービス、パッケージングイン

ターフェースとの信頼性の高い効率的な協働も重要です。

マニュファクチャリング・コラボレーション・タワーは、クラウド、高

度なアナリティクス、AI、実証済みのシミュレーションモデルを

用いて、建設、オペレーション、保守のフェーズをエンドツーエ

ンドで監視し、統合的なビューと実用的なインサイトを提供

して製造オペレーション全体の最適化を促します。

また、未来のコネクテッド工場を通じて新たな効率性を実

現し、設備パフォーマンス指標のリアルタイムの可視化、製

造／品質データの自動収集、KPIの可視化、OEE改善の

ためのアナリティクス、予測インサイトの獲得、予防的なリス

ク管理を可能にします。こうした包括的なビューにより、工

場はより効果的に需要、供給、製造、保守のプロセスを管

理し、材料・設備の効率利用、コスト削減、工場の混乱を

最小化することができます。

未来のモノづくりの絵姿
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未来のモノづくりの絵姿

1
8
18

チップがデジタルディスラプションの主な原動力と
なり、ビジネスの世界と消費者の日常に欠かせ
ないものとなっている今、モノづくりの現場は目
の前にあるもの、そしてまだ出現していないもの
も含め、大きな成長の機会を享受しています。

しかし、この機会を生かすためには、モノづくりはビジネスとエコ

システム全体で発生し、対応能力の妨げとなっているいくつ

もの課題の解決に取り組まなければなりません。そのために

進むべき道が、デジタルテクノロジーです。デジタルテクノロ

ジーは工場が設計、製造、品質、プランニング、パッケージン

グのプロセスを変革しながら、持続可能性に優れたビジネス

を推進することを可能にします。これにより工場は、テクノロ

ジーの無限の可能性を追求することができます。

モノづくりの未来
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アクセンチュアの半導体プラクティスについて

アクセンチュアの半導体プラクティスは、半導体メーカーおよび半導体企
業と協働しながら、デジタルディスラプションがもたらす機会の活用を支
援しています。また、製品開発や製造、サプライチェーン、ビジネスオペ
レーションを横断した効率性の最適化もサポートしています。垂直統合
型デバイスメーカー（IDM）、IP設計者、ファブレスメーカー、ファウンド
リー、装置メーカーから成る半導体エコシステムと強固な関係を構築し
ており、豊富な経験と深い専門知識を有しています。また、成長戦略、
M&A、エンジニアリングオペレーション、シリコンデザインサービス、サプラ
イチェーンオペレーション、システム実装、製造アナリティクスといった分野
にも精通し、数々の成果が実証されています。

詳細はhttps://www.accenture.com/jp-ja/services/high-
tech/semiconductors をご覧ください。
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